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摘要(译)

制备复合片单元的方法包括制备在树脂层的表面上以均匀方向布置多个
烧结的压电细线。将多个相同的层叠和集成，使得烧结的压电细线位于
树脂层之间。这里，可以在其中浸渍固化树脂，以形成树脂浸渍固化部
分。然后，在与烧结的压电细线的长度方向交叉的方向上切割叠层，从
而获得压电复合材料。切割表面可以是磨削的。通过这样做，可以以低
成本提供具有精细结构的高度可靠的压电复合材料，并提供用于超声波
诊断设备的超声波探头，以及使用该超声波探头的超声波诊断设备。
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